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열사이클 시뮬레이션을 이용한 박막재료의 균열 평가

 박막소재를 비롯한 칩이나 전자 패키징에서는 증착 혹은 사용 중에 발생하는 열응력으로 인하여 박리나 균열고 
같은 다양한 파손현상이 발생한다. 따라서 이러한 박막재료에서의 열 잔류응력의 정량적인 평가와 이를 통한 제품
의 열적, 기계적 신뢰성 자료의 축적이 요구되어진다. 본 연구에서는 금속이나 폴리머와 같은 연질 기판 위에 경질 
박막이 증착된 시스템에 대해 열사이클에 의해 발생하는 파손기구를 제시하고 실험적인 결과와 FEM 모델링을 이용
하여 타당성을 검증하였다.
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